
Building High-Perorman용andEne,견y Efficient lnfe1걷nceChipsf,。rChatGPT (ChatGPl항고성능 Al 반도체 개발) 

The demand f。r deep lea「ning inference in data centers is growing rapidly. While ene띠y efficiency is imp。rtant t。

reduce TC。 t。ital c。st 。f 。wne연hip), high perf,。「mance is als。 essential t。 serve large m。dels in pr。ducti。n.

Hyperscalers, 。n the 。the「 hand, emphasized the imp。rtance 。f pr,。g「ammability and flexibility f。r inference 

10:30 accelerat。s t。 t「ackDNN P「。g「es허. In 。「de「 t。 build a p「。ducti。n accele「at。「 f。「 all these c벼llenging 「equi「ements, 퓨리오사메이아이 
- 11 :OD instead 。f building a chip that is 。ptimized f。「 a specific m。del,the a「·chitecture sh。uld exp。se the raw ability t。 백준호 대표 

maximize parallelism and energy efficiency 。f DNN m。dels t。 the s。πware with well-defined abstracti。n. s。πware

11:00 
11:25 

11:25 
- 11 :50

stack sh。uld als。 expl。it every parallelism and energy efficiency f。「 each 。perat。r and m。del. T。 acc。mplish such 

cr,。ss-laye「 。ptimizations within alg。rithm,architectu「e,and s。,ftware. small and excellent teams must communicate 

deeply and cl。sely,and design meth。d。l。gies and the inf1「ast「uctures must supp。πthese c。mmunicati。n structu「·es.

Rigid-Flex PCB으| Bending으| 영효떨고려할수있는분석 솔루션 

일반적인 PCB와는 다르게 Rigid-Flex PCB의 경우 적층이 불규칙하며 Bendi「1g이 된 상태로 동작되게 된다. Bendi「1g미 적용된 Rigid

Flex PCB는 Bending 각도에 따라서 전기적 특성이 바뀌며 기존 2.50로 분석하던 PCB 구조와는 다르게 Bending이 적용된 PCB는 30로 

해석해야하며 많은하드웨어 리소스가 필요하며 분석 시간또한많이소요되논문제가있다 

본발표에서는Bending에 따라변하는 Rigid Flex PCB를매우빠르고정확하게해석하는전기적 특성 분석 방법을소개효κf 

PCB에 형성되는전류와열하중에 대한신뢰성 분석 

전자기기 PCB의 성능저하및 고장의 원인은 발열에 의한 비중이 매우높다 사용중에 발생하는발열 문제를해결하기 위해 실제의 설계 

구조와사용환경메 대한경계조건을고려하여 신뢰성 확보를위한설계 검증 과정들어| 대해 살펴 본다 

경쟁력 있는Advanced Packaging 개발을위한해석적 접근 

태성에스엔이 
박유순매니저 

태성에스맨이 
이종학팀장 

13:10 최근고성능 반도체에 대한수요가급증하며 소형화 고집적호때| 대한요구가 커지고 있어 이를 해결하기 위한첨단때키징 기술 개발이 태성에스맨이 
- 13:35 가속화되고 있다 칩단매키징은 설계 단계에서부터 다�한 설계 번수에 따른 SI/Pl 그리고 EMI/EMC에 대한 이슈가매우 많다 본 발표 김지원 선임팀장 

에서는이러한점단매키지 개발과관련하며죄근트랜드와 CA티해석)을통한개발단계의 Issue 해결방요H게대하여소개하고자 한다 

13:35 
14:05 

Mechanical Simulation을 활용한 Large BD FCLBGA warpage 저감 

조|근 High performance, Automotive 등고성능을 요구하는 차세대 packageOJI 대한수요가증가하고 있다 이러한고성능을요구하는 

trend메 따라 package의 크기 또한증가하는주세인데, 일반적으로 La「ge BD package의 경우wa「page 또한필연적으로 커질 수밖에 

없다 그러나 package의 wa「page가 크면 일반적으로 잘 알려져 있등 Solde「 ball Non wet issue, Bump C「ack, Unde에II C「ack 등 많 

은 issue를동반하기 때문에 warpage를줄이는 것이 가장큰숙제이다 

본 발표에서는 mechanical simulation을 통해 Large BO FCLBGA package의 warpage들 줄일 수 있는 facto「들 파악하며, package 

design 。ptimizatio「1을원활하게 진행할수 있도록 guidance들제곰하는 것에 목적이 있다 

맴코테크놀로지 
박윤수책임 

https://forms.office.com/r/KiPvP3gYFe



